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開発品・試作品 

安全運転支援など、クルマの電子化は
ますます進み、車載電子部品の数は増
大し、重量も増えていきます。 

３次元成形回路(MID)技術は、 
樹脂部品の３次元表面に電気回路を直接形成することにより、 

・機構部品と電気回路機能の一体化による部品点数の削減 
・デバイス部品の小型、軽量化 
・組み立て工数の削減 

に大きく寄与します。 

従来技術との違い 

従来：複数のプリント基板、素
子、構造部材を組み立てて、一
つの電子回路デバイスを形成し
ていました。 

本技術：立体的な樹脂部材の３次元表面上に直接回路を形成し、
素子も直接実装し、電子回路デバイスを形成します。限られた空
間に合わせた形での基板製作も可能となります。更に、樹脂部材
に直接配線したアンテナ化も可能です。意匠性を重視しながらも、
軽量化や生産工程の削減が図れます。 
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サンプル例 

(上記のサンプルは平面、曲面、斜面、側面、裏面、スルーホールに 
 電気回路が形成され、各面に電子部品が実装された状態) 

MID: Mold Interconnect Device  


